科技书编著信息表

	稿

件

情

况
	书名
	《数字集成电路设计——从需求到量产》
备选书名一：《数字IC设计全流程——从需求到量产》

备选书名二：《数字IC设计——全栈数字IC工程师》
	交稿时间
	2025-7-31

	
	字数
	   50     万字（字数计算：16开/五号字/每页39行40列/每页为1560字）

	
	数字化资源
	□视频讲解  √素材或源程序  √电子课件  □其他

	
	著作方式
	□主编  □编著  √著  □译  □编译

	
	读者对象
	在校本科生/硕士研究生、芯片设计行业工程师、科研工作者、兴趣爱好者

	
	作者用量（可选项）
	       册
	资助费用（可选项）
	       万


	选

题

背

景
	领域及行业发展现状：  三、本书基本结构
目前数字集成电路设计行业已经从40nm、28nm进入到了5nm、3nm，摩尔定律到达极限。近两年，大规模计算、人工智能、电动汽车等高速发展，对云服务器、GPGPU、智驾等芯片提出了速度更快、集成度更高、功耗还要更低的高标准高要求。


	
	与该领域有关的国家或行业政策：
《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（https://www.gov.cn/zhengce/content/2020-08/04/content_5532370.htm）
《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6929021.htm）
《2024年中国及31省市汽车芯片行业政策汇总及解读》（https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/240223-f6e9d95c.html）


	
	读者需求状况：读者主要关注的社群、论坛、网站等
· 社群：数字IC技术、数字验证、数字后端等微信讨论群
· 论坛：IC技术圈、EETOP
· 网站：https://iccircle.com, https://bbs.eetop.cn


	
	市场前景预测： 



	本

书

特

点
	编写内容创新点及实用性：
1、 内容全面：从数字集成电路设计的从需求到量产的全流程，从客户需求来，回到客户去。（目前市面上涵盖芯片数字设计全流程的书几乎没有找到）
2、 理论与实操结合：有理论，有实操，讲方法，讲要点

3、 融入研发管理和项目管理思维：从管理角度看技术，从管理的角度来把技术做得更好，更高效。

4、 芯片设计前端、验证、后端有机融合，每个部分不再是独立的，而是相互配合和优化的。只有前端、验证、后端相互合作，才能设计出有竞争力的芯片。


	
	编写形式创新点： 
1、 理论+案例
2、 重点讨论难点、疑点
3、管理与技术相结合，理解为什么要做，怎么做更好


	
	作者在该书所涉及内容方面的优势：公众号、视频号、知乎、论坛等自媒体方面优势
作者是公众号ExASIC主理人，原创200多篇文章。作者是“IC技术圈”芯片技术交流社区的主要创始人，吸引了近百位号主在此交流、分享、和学习。公众号粉丝2w+，大多是行业在校生、工程师。


	
	学术价值（申报专著加填此项）：



同类书情况（机工社图书不少于一种；其他社不少于三种）：
	书名
	出版社
	作者姓名
	初版时间
	定价
	累计印数
	特色
	缺点

	数字集成电路设计与实战
	化学工业出版社
	曲英杰、李阳
	2024-04
	169
	
	
	缺少综合、验证、后端实现、测试等内容

	数字集成电路设计
	清华大学出版社
	李娇、张金艺、任春明、孙学成
	2024-03
	69
	
	
	仿真验证与工程实践有差距、缺少后端实现、测试等内容

	数字集成电路——电路、系统与设计（第二版）
	电子工业出版社
	Sung-Mo King等
王志功 译
	2022-01
	
	
	
	太偏工艺和低层

	数字设计原理与实践
	机械工业出版社
	约翰 F 韦克利

林生等译
	2019-7
	
	
	
	只包含设计。不包括其他方面。


	内

容

提

要
	（在300字左右，重点突出，言简意赅，包括主要内容、形式特点、读者对象三部分）

本书内容全面，涵盖数字集成电路设计从需求到量产的全流程，从客户需求来，回到客户去。本书以介绍数字集成电路设计流程为主线，详细介绍了数字集成电路的需求收集/立项/SPEC、概要设计/架构设计、详细设计、数字验证、综合、DFT、布局布线、静态时序分析、测试和交付客户等内容。
融入研发管理和项目管理思维，换位思考，从管理角度看技术，从技术的角度理解管理。本书不但介绍基础理论、也解释重点要点、再与实操案例有机结合，入门到实战一本都包含。
本书把芯片设计前端、验证、后端有机融合起来，每个部分不再是独立各自为政，而是相互配合和取舍的。只有前端、验证、后端相互合作，才能设计出有竞争力的芯片。


	
	


作者信息表

	作

者

简

况
	姓　名
	陈锋
	性　别
	男
	出生日期
	1984
	年
	11
	月
	1
	日

	
	职  称
	中级职称
	职  务
	数字设计经理

	
	毕业学校
	南通大学
	毕业时间
	2008年6月

	
	学  历
	本科
	所学专业
	集成电路设计与集成系统
	现从事专业
	集成电路设计

	
	电  话
	办公室
	
	E-mail
	chenfengrugao@163.com

	
	
	手 机
	13601746256
	微信
	13601746256

	
	工作单位
	上海新相微电子股份有限公司

	
	通信地址
	上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
	邮 编
	200233

	
	作者简介（150字以上）
	本人集成电路与集成系统专业毕业，毕业后一直从事数字集成电路设计领域工作，16年。现任国内某科创板上市公司数字设计部经理。期间一直专注在加密芯片、数模混合芯片的数字领域，做过设计、验证、后端等工作，也做过一些嵌入式、FPGA、软件、测试等方向的工作。走上管理岗位之后深刻体会到技术不再是单纯的技术，而是实现客户需求的工具之一。交付客户的是芯片，更是一种产品，只有真正做出客户需要的芯片才能实现价值。


	
	写作

经历
	2016年开通ExASIC微信公众号，共原创200多篇技术、管理等方向的博文。


	
	主要教学

科研成果
	

	
	能编、审

哪些书稿
	能编哪些书稿：数字集成电路设计、验证、后端、管理等


	
	
	能审哪些书稿：数字集成电路设计、验证、后端、管理等


	
	姓　名
	性别
	年龄
	职务/职称
	工 作 单 位
	电话/ E-mail

	主要合作者
	唐祺
	男
	43
	经理
	睿思威半导体科技(苏州)有限公司
	denny.tang@risewaysemi.com

	
	徐志
	男
	32
	高级工程师
	安谋科技（中国）有限公司
	xuzhijob@163.com

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	推荐审稿人
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